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Titelbild: ITEQ Europe ist im Auftrag der ITEQ Corporation aus Taiwan, einem führenden Hersteller von CCL und PP, verant-
wortlich für den ganzen europäischen Markt. In Italien verfügt Iteq Europe über ein sehr gut ausgerüstetes und 
vollautomatisiertes Lager, in dem es Schnitt- und Lasermarkierungsdienstleistungen für CCL sowie Schnittdienst-
leistungen für PP anbietet.

www.iteqeurope.eu

Die offiziellen Verbandsmitteilungen an Mitglieder und Fachwelt erscheinen monatlich in der PLUS.

Die Fachzeitschrift PLUS ist das Organ folgender Fachverbände:

Fachverband Bauelemente  
Distribution e.V. 
Tel. +49 (0) 8563 9788908 
w.ziehfuss@fbdi.de, www.fbdi.de

Fachverband Elektronik-Design e.V. 
Tel. +49/30/8349059 
info@fed.de, www.fed.de

INTERNATIONAL  
MICROELECTRONICS  
AND PACKAGING SOCIETY – 
Deutschland e.V. 
Tel. +49/3677/69-3381 
martin.schneider-ramelow@imaps.de  
www.imaps.de

European Interconnect  
Technology Initiative e.V. 
Tel. +49/69/6302-281 
eiti@zvei.org, www.eiti.org

Fachverband Electronic  
Components and Systems 
Tel. +49/69/6302-276 bzw. -251 
zvei-be@zvei.org, www.zvei.org

Fachverband PCB  
and Electronic Systems
Tel. +49/69/6302-437 
PCB-ES@zvei.org, www.zvei.org

Forschungsvereinigung  
Räumliche Elektronische  
Baugruppen 3-D MID e.V. 
Tel. +49/911/5302-9100 
info@3dmid.de, www.3dmid.de

DVS – Deutscher Verband  
für Schweißen und  
verwandte Verfahren e.V. 
Tel. +49/211/1591-0 
michael.weinreich@dvs-hg.de 
www.dvs-ev.de


